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Abstract of FR2786902 

The invention concerns a contactless electronic 



module designed to be inserted in a contactless 
chip card cavity. Said nnodule comprises an 
integrated circuit chip connected to an antenna 
so as to enable the module to function without 
contact, said antenna being entirely contained in 
the module. The invention is characterised in that 
the antenna comprises at least a conductive 
winding obtained by cutting out a metallic film, 
the two ends of said winding being connected to 
two contact pads of the integrated circuit chip 
card. Said module is transferred into a 
contactless chip card cavity such that the 
integrated circuit chip card is arranged in the 
base of said cavity. A resin is then injected so as 
to embed and fix the module in its location. 
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MODULE ELECTRONIQUE SANS CONTACT, CARTE A PUCE COMPORTANT UN TEL MODULE, ET LEURS 
PROCEDES DE FABRICATION. 

(^) L'invention concerne un module electronique sans 
contact destine ^ etre insere dans la cavite d'une carte a 
puce sans contact. Ce module comprend une puce de cir- 
cuit Integra connectee a une antenne de fa^on a permettre 
un fonctionnement sans contact du module, ladite antenne 
etant toute emigre contenue dans le module. II est caracte- 
rise en ce que Tantenne comporte au moins une spire con- 
ductnce obtenue par decoupe d'un film metalllque, fes deux 
extremites de ladite spire etant reliees h deux plots de con- 
tact de la puce de circuit int^gre. Ce module est reports 
dans la cavity d'une carte k puce sans contact de telle sorte 
que la puce de circuit integr6 soit disposte dans le fond de 
cette cavit6. Une resine est ensuite iniect§e dans la cavit6 
afin de noyer et de fixer le module dans son emplacement 
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A 

MODULE ELECTRONIQUE SANS CONTACT, CARTE A PUCE 
COMPORTANT UN TEL MODULE, ET LEURS PROCEDES DE 

FABRICATION 

La presente invention concGrne le domaine des 
elements portables tels que les cartes a puce sans 
contact pourvues d'un module eJectronique comprenant 
une puce de circuit integre. L' invention concerne en 
outre un procede de fabrication de telles cartes et 
aussi un procede de fabrication de modules 
electroniques sans contact destines a etre inseres dans 
ces cartes. 

Les cartes a puce, qu'elles soient avec et/ou sans 
contact, sont realisees a des dimensions normolisees • 
Une norme usuelle mais non limitative pour la presente 
invention est celle dite ISO 7310 qui correspond a une 
carte de format standard de 35 mm de longueur, de 54 mm 
de largeur, et de 0,76 mm d'epaisseur. 

Les cartes telephoniques , par exemple, utilisees 
jusqu'a present sont des cartes a puce de type a 
contacts. Les metallisations affleurant la surface de 
ces cartes sont destinees a venir au contact d'une tete 
de lecture d'un lecteur en vue d'une transmission 
electrique de donnees. L'utilisation de ce type de 
cartes exige la realisation d'une maintenance reguliere 
des connecteurs de la tete de lecture, afin d' assurer 
en permanence une transmission electrique des donnees 
de bonne qualite. Or, un tel entretien regulier 
engondre des dcponses importantes. 

La presente invention propose d'eviter de telles 
depenses et de supprimer les operations de maintenance. 
Pour cela, elle propose de remplacer les cartes a puce 
a contacts existantes par des cartes a puce sans 
contact qui peuvent etre utilisees dans le meme 
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lecteur. Dans ce ens, les echancjes d ' informations se 
font grace a un couplagc c lectroniagnet ique (de type 
inductif) entre 1 ' e lectroniquc de la carte at 
I'appareil rdcepteur ou lecteur. Le couplage peut etre 
realise en mode lecture seule, ou en mode 
lecture / ecr iture . 

Cependant, les cartes telephoniques sont destinees 
a etre fabriquees en tres grand nombre afin d'etre 
distribuees dans le grand public. En cons§quence, un 
autre but de la presente invention consiste a realiser 
uno telle carte a puce sans contact a tres bas cout. 

Bien sur, 1 'utilisation de ces cartes en tant que 
caries telephoniques n'est qu'un exemple qui sera 
detaille tout au long de la description, mais 
1' invention ne se limite pas a ce type d ' appl ication . 
Elle concerne en effet toutes les cartes sans contact a 
trcG bas cout cn general, qui peuvent etre utilisees 
pour d'autres operations telles que des transactions 
bancaires par exemple. 

Une solution, schematisee sur les figures lA et IB, 
pour roduire le cout de fabrication des cartes a puces 
sans con::act a deja ete envisagee dans I'art anterieur. 
Cetto solution consiste plus particulierement a 
realiser un module electronique 20 comprenant une 
antenne 25, et a disposer ce module 20 dans une cavite 
11 pratiquee dans un corps de carte 10. Le module 
electronique 20 comporte un support dielectrique 21 
(par exemple en mc"iteriau plastique transparent) sur 
lequel est lamine un fil d'antenne 25 conducteur, par 
exemple en cuivre. Cette antenne 2!3 comporte plusieurs 
spires. Une puce de circuit integre 26 est. ensuite 
reportee et fixee par collage sur le support 
dielectrique 21. Cette puce est connectee aux plages de 
connexion 23 de 1' antenne P.Tj par exemple au moyen de 



2786902 



fils conducteurs 27 (figure lA) , ou alors directement 
par application d'une colle elect r iquement conductrice 
sur les bornes de connexion 23 de I'antenne 25 (figure 
IB)- Dans ce dernier cas, un isolant doit cependant 
5 etre interpose entre la puce 26 et les zones des spires 
d'antenne recouvertes par la puce, afin d'eviter 
1' apparition de court-circuits, L^i puce 2 6 ainsi que 
ses connexions a I'antenne 25 sont ensuite protegees 
par une resine d'enrobage 29 (figure 1 A). 

10 Le module 20 ainsi obtenu est ensuite reporte dans 

la cavite 11 de la carte 10, et il est fixe par collage 
30, de telle sorte que le support dielectrique 21 du 
module aff leure ia surface do la carte 10 (figure lA) . 

Cette solution n'est cependant pas encore 

15 totaioment sat i sf aisante car 1 ' etape de lamination du 

fil d'antenne sur le support dielectrique, et le 
support dielectrique lui meine , contribuent a des couts 
encore relativement eleves. En effet, le but etant de 
fabriquer ce type de cartes a tres grande echelle, il 

20 faut pouvoir reduire au naximun les coOts de 
fabrication. 

invention permet de reduire encore ces couts et 
de realiser des cartes a puce sans contact a tres bas 
prix de revient. Pour cela, elle propose, dans un 

25 premier temps, un module electronique du type approprie 
pour la fabrication de cartes a puce sans contact, et 
comportant une puce de circuit integre connectee a une 
■ antenne de facon a permettre un f onct ionnement sans 
contact du module, ladite antenna etant toute entiere 

30 contenue dans le module, caracteriso en ce que ladite 
antenne est constitute par au moins urie spire 
conductrice, obtonue par decoupo d'un film metallique, 
les deux extremi tes de ladite antenne etant 
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electr iquement reliees a deux plots de contact de la 
puce de circuit intec|r6. 

Selon une autre caracter istique de 1' invention, la 
spire d'antenne possede une largeur de 1 ' ordre de 750 
/xro a 1 mm. 

Le module selon 1' invention ne comprend pas de 
support dielectrique et I'antenne est obtenue par une 
simple decoupe d'un film metallique et non pas par 
lamination sur un support dielectrique. Le fait de ne 
plus utiliser de support dielectrique, et de ne plus 
realiser d'etape coQteuse de lamination, contribue 
ainsi a reduire considerablement le prix de revient des 
modules electroniques sans contact. En effet, le cout 
du module selon 1' invention est reduit d'une valeur 
d' environ 30 ccntincG par rapport au n:odule de I'art 
anterieur precedemmont deer it, Cette reduction de cout 
est considerable Iprsque 1 ' on soUhaite fabriquer par 
exemple environ 30000 cartes a puce par jour. 

Selon une autre caracter istique de I'invention, la 
puce de circuit integre est disposee a cheval sur la 
spire d'antenne, les bornes de connexion de I'antenne 
etant reliees a des plots de contcict correspondant de 
la puce de circuit integre par 1 ' intermediaire de fils 
conducteurs, et un adhesif isolant etant interpose 
entre la puce de circuit integre et au moins une zone 
de la spire d'antenne situee sous ladito puce. 

Selon encore une autre caracter istique de 
1' invention, la puce de circuit integre est disposee a 
cheval sur les deux extremitcs de la spire d'antenne, 
de telle sorte que deux de ses plots de contact soient 
electr iquement relies aux bornes de connexion de ladite 
antenne. Dans co ens, la connexion electrique entre les 
plots de contact de la puce de circuit integre et les 
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bornes de connexion de I'antenne est obtenue par 
I'intermediaire d'uno colle electr iquement conductrice. 

Un autre objet de 1' invention concerne un precede, 
de fabrication de ce module electronique sans contact. 
Ce precede est caracterise en ce qu'il comporte les 

etapes suivantes : 

reaiiser une pr6d6coupe d'une spire 
d'antenne par poinc-onnage d'un film metallique puis, 
dans un ordre indifferent, 

- fixer, sur ladite spire d'antenne, une puce 
dc circuit integre et reaiiser une connexion electrique 
cntre les plots de contact de lodite puce et les bornes 
do coiutexion de I'antenne, 

- detacher completement la spire d'antenne du 

filtn metallique- 

Un autre objet de 1' invention se. rapporte a une 
carzc a puce sans contact caracterisee en ce qu'elle 
est pourvue du module electronique selon 1' invention. 

Un dernier objet de 1' invention concerne un precede 
de fabrication d'une telle carte 5 puce sans contact, 
comprenant un corps de carto et lo nodule electronique 
selon 1' invention, caracterise cn ce qu'il comporte les 

etapes suivantes: 

- fournir un corps de carte avec une cavite, 

- disposer le module electronique entierement 
dans la cavite de telle sorte que la puce de circuit 
integre soit disposee dans lo fond de la cavite, 

- injecter une rcr.ino de protection dans la 
cavite afin de noyer ledit modulo electronique et de le 
fixer dans son omplacement- 

D'autres particularites et avantages de 1' invention 
apparaitront a la lecture do la description suivante 
donnee a titre d'exemple illustratif raais non limitatif 
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et faite en reference aux figures annexees qui 
representent : . 

- iGS figures. lA et IB, deja decrites, 
respectivement uno vue en coupe et une vue de dessus 
d'un module clectronique sans contact, selon deux 
variantes de realisation de I'art anterieur, insere 
dans un corps de carte, 

- les figures 2A et respectivement une 
vue en coupe et une vue de dessus d'un module 
eiectronique sans contact, selon un premier mode de 
realisation de 1' invention, insere dans un corps de 
carte, 

- les figures 3A et 3B, respectivement une 
vue en coupe et une vue de dessus d'un module 
eiectronique sans contact, selon un deuxieme mode de 
realisation de 1' invention, insere dans un corps, de 
carte . 

Les iicjiires et 23 representent un module 

eiectronique ^'..inn contact 100, selon un premier mode de 
realisation, insere dans une cavite 41 d'un corps de 
carte 40. .Co module eiectronique comporte une puce de 
circuit intccjro 55 connectee a une antenne 50 pour 
permettro un r onct ionnement sans contact du* module. 
L' antenne bO est entierement contenue dans le module - 
Elle est constituee par au moins une spire conductrice 
obtenue par decoupe d'un film metallique. Deux zones 51 
de cette spire, d'antenno 50 sont d'autre part 
electr iquement reliees a deux plots de contact 58 de la 
puce de circuit intcgre 55. 

La spire d'antenno posscde par ailleurs une largeur 
plus elevee que les antennes multi-spires classiques . 
La largeur est en etfet comprise entre environ 750 iMia 
et 1 mm. Cette spire d' antenne suffit a assurer la 
possibilite d'une transmission el ectromagnetique entre 
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1 ' electronique de la carte et le lecteur. En effet, la 
carte sans contact a tres bas cout se.lon 1' invention 
etant destinee a remplacer la carte a contact 
traditionnelle, elle pourra ello aussi etre inseree 
dans la fente du lecteur. Dans ce cas, la carte sans 
contact sera situoe a une distance tres proche du 
lecteur, typiquewent inferieure a 5 cm, si bien que la 
spire d'antenne, de largeur comprise entre 750 /im et 1 
mm, sera suffisante pour assurer la transmission 
electromagnet ique de donnees. 

Selon ce premier mode de realisation, la puce de 
circuit inteqrc 55 est disposee. a cheval sur la spire 
d'antenne 50 et un adhesif isolant 56 est interpose 
entre la puce 55 ct au moins une zone de la spire 
d'antenne situce sous ladite puce, afin de fixer la 
puce et d'eviter d'eventuels court-circuits. Get 
isolant 56 peut par exemple etre une colle isolante 
permettant a la fois d'isoler electr iqueroent la puce 55 
et de la fixer sur la spire d'antenne. Dans ce cas, 
deux plots de contact 58 de la puce 55 sont 
electr iquement relics aux zones de connexion 51 de la 
spire d'antenne par 1 ' intermedia ire de fils conducteurs 
57, selon la technique bien connue dite de "v/ire 
bonding" en litLerature anglo-saxonne . 

Pour realiser un tel module, la spire d'antenne 50 
est dans un preiiUer temps predecoupcc, par poin9onnage 
d'un film metal lique, en cuivre par exemple. La puce de 
circuit integrc 55 est ensuite reportee sur la spire 
d'antenne et electr iquement reliee a ses bornes de 
connexion. Enfin, la spire, d'antenne est completement 
detachee du film metaliique afin d'obtenir un module 
electronique sans contact. 

Bien sur ie mode de realisation du module 
electronique n'est pas limite a ces etapes.. On peut en 
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effet tres bien onvisager de realiser, dans une 
premiere etape, une decoupe coi-iplete de la spire 
d'antenne; puis, dans une deuxieme etape, un . report et 
une connexion de la puce a I'antenne. Cependant, le 
premier mode de fabrication, consistant a predecouper 
I'antenne et a la detacher du film metallique seulement 
apres avoir reporte et connecte la puce, est prefere 
car, dans ce cas, le report de la puce est plus aise et 
plus precis a meLLre en oeuvre. 

De plus, lo procede selon 1' invention permet de 
realiser de tels modules electroniques sans contact en 
continu. ' En effet, le film metallique peut etre 
entraine en continu et, au fur et a mesure de son 
avancement, on effectue les etapes de predecoupe, pour 
former une spire d'antenne, puis de report et de 
connexion d'une puce de circuit integre. Dans ce cas, 
les modules electroniques formes sont ensuite detaches 
def initivement du Lilm metallique juste avant leur 
report dans la cavite d ' un corps de carte. 

La puce et ses connexions a I'antenne 50 (par 

les fils 67) peuvent etre eventuellement enrobees dans 
une resine de protection. Cependant, cet enrobage n'est 
pas indispensable et il n'est d'ailleurs pas represents 
sur les figures 2A et 2B. En effet, cet enrobage n'est 
pas necessaire car, lors du report du module 100 ainsi 
fabrique dans une cavite 41 de corps dc carte 40, ce 
module est . noye dans une resine GO qui est injectee ou 
coulee dans la cavite 41. La cavite 41 du corps de 
carte 4 0 peut etre obtenue par usinage ou par moulage 
injection. Cettc resine, permet simultanement de 
maintenir tixement le module dans son emplaicement et de 
le protegar centre les agressions exterieures . Le 
module est reporte dans la cavite 4 1 de telle sorte que 
la puce de circuit integre 55 soit disposee dans le 



9 



2786902 



fond de la cavite, en dessous de la spire d'antenne 
(tel que represcsnte sur la vue en coupe de la figure 
2A) . 

Les figures 3A et 3B representent respectivement . 
une vue en coupe et une vue de dessus d'un autre module 
electronique sans contact 100 insere dans une cavite 41 
prealablement usinee dans un corps de carte 40. La 
realisation du module 100 et son report dans la cavite 
4 1 du corps de carte 40 sont effectues de la meme 
maniere que procedeminent decrite* 

Ce qui change, dans ce deuxieme mode de 
realisation, c'est la raaniere dont la puce de circuit 
integre 75 est reportee et connectce sur la spire 
d'antenne 70. Dans ce cas en effet, la puce de circuit 
integre 75 est disposce a cheval sur les deux 
extremites 71 de la spire d'antenne 70, de telle sorte 
que doux de ses plots de contact 76 reposent sur les 
deux Gxtremitoi:; (ou bornes de connexion) 71 de la spire 
d'antenne 70. La connexion electrique entre les plots 
de contact 7 6 de la puce 75 et les bornes de connexion 
71 de I'antnnne 70 est par exemple realisee a I'aide 
d'une cello 6 lectr iquement conductrice qui permet 
simultaneiricnt Ll'rjssurer la fixation de la puce sur 
I'antc-nne- 

Dans ler. dc?ux raodes de realisation qui viennent 
d'etre dccrits en regard des figures 2A a 3B, la cavite 
41, pratiquee dans le corps de carte, ainsi que la 
spire d'antenne 50, 70 sont reaiisees selon une forme 
circulaire. Mais bien sur, 1' invention ne se limite pas 
a cette forme- En effet, la spire d'antenne , de meme 
que la cavite 41, pourra tres bien etre realisee selon 
toute autre forme possible, telle qu'une forme 
rectangulaire, ou memo triangulaire par exemple. 
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L' invention pcrmet de reduire considerableinent les 
couts de fabrictition des cartes sans contact. Elle 
utilise, par aillours les niemes chaines de fabrication 
pour realiser des modules electronique a antenne 
5 integree, et des cartes sans contact. 

Selon un autre mode de realisation, on utilise une. 
construction connue de module sans contact que I'on 
dispose dans unc cavite 41 et que I'on recouvre de 
resine de rempl issacje . Le module peut etre par exemple 
10 celui de la figure lA. 

Le procede economique selon 1 ' invention peut etre 
mis en oeuvre quel que soit la construction du module 
notamment de 1' antenne. L'antennq peut etre realisee 
notamment par un Lil metal lique. 
15 La structure economique de la carte obtenue est 

done un corps de carte niunie d'une cavite, par exemple 
. circulaire, large par exemple de 0,5 a 1,5 cm, 
comportant une puce reliee a une antenne placees 
entierement dans la cavite et une matiere de 
20 remplissage recouvrant la puce et 1' antenne et dont le 
niveau affleure nutant que possible la surface du corps 
de carte. 

Lci cavite 4 1 du corps de carte 40 selon 1' invention 
peut comprendre des moyens centreurs ayant pour 

25 fonction de centrer I'antenne 70 precisement par 
rapport a la cavite 4 1 et done par rapport aux bords de 
la carte. Ainsi, I'antenne 70 sera parfaitement centree 
dans un lectour. Par exemple, ces moyens peuvent 
consister en un ou plusieurs doigts coniques dresses 

30 depuis le fond et au milieu de la cavite. le bord de la 
cavite peut etre evnso vers I'exterieur. 
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REVENDICATIONS 

1. Module olectronique (100) cIg type approprie. pour 
la fabrication de cartes a puce sans contact, et 
comprenant une puce de circuit integre (55; 75) 
connectee a une antenna (50; 70) de fa<?on a permettre 

5 un f onctionneiTient sans contact du module, ladite 
antenne (50; 70) ctanL toutc entiore contenue dans le 
module, caracterise en ce que ladite antenne (50; 70) 
est constituee par au moins une spire conductrice, 
obtenue par decoupe d'un film metal lique, les deux 
10 extremites (51; 71) de ladite spire etant reliees a 
deux plots de contact (58; 76) de la puce de circuit 
integre ( 55 ; 75) . 

2. Module electronique selon la revend ication 1,. 
15 caracterise en ce que la spire d' antenne (50; 70)- 

possede une largeur de i'ordre de 750 /im a 1 mm. 

3. Module electronique selon I'une des 
revendications l a 2, caracterise en ce que . la puce de 

20 circuit integre (55) est disposee a cheval sur la spire 
d'antenne (50), les bornes de connexion de I'antenne 
(51) etant reliees a des plots de contact (58) 
correspondant de la puce de circuit integre (55) par 
1 ' intermediaire de fils conducteurs (57 ) , et un adhesif 

25 isolant (56) etant interpose entre la puce de circuit 

integre (55) et au moins une zone de la spire d'antenne 
(50) situee sous ladite puce. 

4. Module electronique selon I'une des 
30 revendications 1 a 2, caracterise en ce que la puce de 

circuit integre (75) est disposee a cheval sur. les deux 
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extremites (71) de la spire d'antenne (70), de telle 
sorts que deux de ses plots de contact (76) soient 
electriquement relies . aux bornes de connexion (71) . de 
I'antenne (70). 

5. Module selon la revendication 4, caracterise en 
ce que la connexion electrique entre les plots de 
contact (76) de la puce de circuit integre (75) et les 
bornes de connexion (71) de I'antenne (70) est obtenue 
par 1 ' intermcdiaire d'une colle electriquement 
conductr ice . 

6- Procede de fabrication d'un module electronique 
selon I'une quelconaue des revendicat ions precedentes, 
caracterise en ce qu'il comprend les etapes suivantes : 

realiser une predecoupe d'une spire 
d'antenne (50; 70), par poinconnage d'un film 
metallique puis, dans un ordre indifferent, 

- fixer, sur ladite spire d'antenne (50; 70) , 
une puce de circuit integre (55; 75) et realiser une 
connexion electrique entre les plots de contact de 
ladite puce et les bornes de connexion de I'antenne, 

- detacher completement la spire d'antenne du 
film metallique. 

7. Carte a puce sans contact, caracterisee en ce 
qu'elle est pourvue d'un module electronique selon 
I'une quelconque des revendicat ions precedentes. 

8. Procede de fabrication d'une carte a puce sans 
contact selon la revendication 7, coir.prenant un corps 
de carte (40) et le module electronique (100) selon 
I'une des revendications 1 a 6, caracterise en ce qu'il 
coTnporte les etapes suivantes : 
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- fournir un corps de carte (40) avec une 
cavite (41), 

disposer le module §lectronique (100) 
entierement dans la cavity de telle sorte que la puce 
5 de circuit integre (55; 75) soit disposee dans le fond 
de la cavite, 

-injecter une resine de protection (60) dans 
la cavite (41) afin de noyer ledit module electronique 
(100) et de le fixer dans son emplacement. 
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